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(54)  칭  통신  한  치  치

(57)  약

본   통신  한  치  치는 치스크린에 착 ,    감지하

는 다수   통신 수신 극과, 상  다수   통신 수신 극에  감지한  들  하

여  치 보  생 하는 리시  IC(Integrated Circuit)  포함하는 것  특징  한다. 또한 상  리시

 IC는  시간 단 동안 생  상   치 보들  하나  미지  하고, 상  미지

 하여  시간 동안 상   치  동 향  동 거리  단하는 것  특징  한다.

본   통신  한  치  치  에 하  해능  향상시키  해 많  수  격

 만들지 않고  통신   민감도(Sensitivity)  하여 격  간 간격   할 수 다.

  도 - 도3a
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청

청 항 1 

에 하여  단하는 치에 어 ,

트  사 는    감지하는 복수  극;

상  치  상  트  근 도  단하고, 상  근 도에 하여 상  복수  극에  감지한 

  보 하 , 상  보    하여  치 보  생 하는 어  포함하고,

상   상  트에 연결  EFC(electric field communication) 신  공 는 압에 

하여 생 는 것  특징  하는 치.

청 항 2 

 1 항에 어 , 어 는,

 시간 단 동안 생  상   치 보들  하나  미지  하고, 상  미지 

 하여  시간 동안 상   치  동 향  동 거리  단하는 것  특징  하는

치.

청 항 3 

 1 항에 어 , 상  복수  극

상  치  치스크린  각 리에 열 는 것  특징  하는 치.

청 항 4 

 3 항에 어 , 상  복수  극

상  치스크린  각 리 에 상  치스크린  체에 격  태   열 는 것  특징  하는

치.

청 항 5 

에 하여  단하는 에 어 ,

치스크린에 착  복수  극  하여 트  사 는   측 하는 단계;

상  트  근 도  단하는 단계;

상  근 도에 하여 상  복수  극에  감지한   보 하는 단계;

상  보   들  하는 단계; 

상  한 결과  하여 상    치 보  생 하는 단계;  포함하는 것  특징  하

는 .

청 항 6 

 5 항에 어 , 상    치 보  생 하는 단계 실행 후

 시간 단 동안 생  상   치 보들  하나  미지  하는 단계;

상  미지  하여 상   시간 동안 상   치  동 향  동 거리  단하는

단계;   포함하는 것  특징  하는 .
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 상 한 

     술  야

본  치스크린에 한 것 , 특   통신  하여  식  티 치 능  하[0001]

는 치스크린에 한 것 다.

     경  술

재  통신(E-Field Communication, EFC) 술  하여 치스크린  개  진행 다. EFC 술[0002]

개   동 통신과 사한 개 지만,  통신 술  RF(Radio Frequency)  사 하지 않고 체

피  매질  하여 통신하는 술 다. 재 지   2Mbps 도  지 ,   측

에  약 5mW  하여 다  식과   수  도  뛰어난 능  가지고 다.  

한편 치스크린(Touch Screen)  키보드  사 하지 않고 (스크린)에 나타난 나 특  치에 사[0003]

 또는 체가 닿 , 그 치  악하여  프트웨어에 해 특  처리  할 수 도 , 에  직

  료   수 게 한  말한다. 치스크린   니  에 치 (Touch Panel)

는 치  여  능  하는 것 , 치  우상하  눈에 보 지 않는  게 하여

에 수많  사각  격 가 생 도  함 , 끝 나 타 체   격 에 하  그 치  악할

수 도  하는 능  가지고 다.  치채  착한 에 미리 나타낸 나 그림 보  

하 , 한  치에  사 가 택한 사항  엇 지  악하고 에 하는  시스

에  처리하도  하여, 쉽게 신  원하는 보  얻  수 도  할 수 다.

 치스크린 술  사  하고  하는 치  식하  해 직   에 하거나 단  [0004]

치 에 다양한 복합   식하는 측 에 는 어 움  많다. 또한 해능  원하는  할 수

없  해능  향상시키  해 는  많  드는 단  고 특  술  경우 감도 향상  거  가

능한 경우도 다.  재 EFC 술  하여 치스크린  개  진행 다.

     내

        해결 하고 하는 과

본   통신  한  치  치    식  티 치 능  하는 [0005]

치   공하는 것   한다.

        과  해결수단

상  같   해결하  한 본   통신  한  치  치는 치스크린에 [0006]

착 ,    감지하는 다수   통신 수신 극과, 상  다수   통신 수신 

극에  감지한  들  하여  치 보  생 하는 리시  IC(Integrated Circuit)  포함

하는 것  특징  한다. 또한 상  리시  IC는  시간 단 동안 생  상   치 보들  하나

 미지  하고, 상  미지  하여  시간 동안 상   치  동 향

 동 거리  단하는 것  특징  한다.

또한 상  같   해결하  한 본   통신  한  치   치스크린[0007]

에 착   통신 수신 극들     측 하는 단계, 상  각각   통신 수신

극들에  측 한   들  하는 단계,  상  한 결과  하여 상   

 치 보  생 하는 단계  포함하는 것  특징  한다. 또한 상    치 보  생

하는 단계 실행 후  시간 단 동안 생  상   치 보들  하나  미지  하는

단계, 상  미지  하여 상   시간 동안 상   치  동 향  동 거리  단

하는 단계   포함하는 것  특징  한다.

         과

본   통신  한  치   에 하  해능  향상시키  해 많  수  격[0008]

만들지 않고  통신   민감도(Sensitivity)  하여 격  간 간격   할 수 다. 또한 
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 통신  체  매질 특 에 신  실(Signal loss)  달 지므 , 별도  체특  악할 필 가

없고 보  하다. 또한 가상  그 나 막과 같  스플   연동하  격  만들  해

필  했  각막 술 없 도 사   치  악할 수 는  다. 

     실시  한 체  내

하, 첨  도  참 하여 본  직한 실시 들  상  한다.  첨  도 에  동 한[0009]

 는 가능한 동 한  나타내고 에 하여야 한다. 또한 본  지  리게 할 수 

는 공지 능  에 한 상 한  생략할 것 다. 

또한 하에  는 본   청 에 사  어나 단어는 통상 거나 사  미  한 해[0010]

 해 어 는 아니 , 는 그 신   가    하  해 어  개

하게 할 수 다는 원칙에 각하여 본  술  사상에 합하는 미  개  해 어야만

한다. 

도 1   통신  원리  나타내는 개 도 다.[0011]

도 1  참 하여 하 ,  통신  체    변  하여 보  수신  하는 [0012]

술  지칭한다.  사  몸   신 사 하여  통신  실 하는 술 다. 체는 리  도

체 므  체에 가    체 주변에 생한다. 

보다 상  하 ,  통신  사  몸에 착  신 (101)에 압  가해지  그 압에 하[0013]

여 체    변 하고, 사  몸에 근 하는 수신 극(102)에  수신하는 신 는  

변 에  수신 강도가 변 한다. 러한 수신 강도 변  하여 보  검 하는 것   통신 식

다.

 통신    주 수(Radio Frequency, RF)  사 하는 것과는 달리 12~16MHz 역  주 수[0014]

사 하  에 수신 특  측 에  어느  지역(약 계 또는 강 계)  수신 강도  결 하는 것  아니

 개개  체  특 (커 시  능)과 신 (101)  수신 극(102)과  거리에  수신 강도가 결

 다.  어느 특 한 사 가 사 할 것 가(또한,  사   다 간   통하여 통신

결 할 것 가)  사 가 어  거리  가지고(귀에  지 또는 에  가 지 등) 

 통신  할 것 지에  수신  차 가 결  다.

도 2는 본  실시 에   통신  한  치  치  도 다.[0015]

도 2  참 하여 하 , 본  실시 에   통신  한  치  치는  통신[0016]

신 (201),   크  측 하  한 격  양   통신 수신 극 열 (202), 스플

 (203), 리시  IC(Integrated Circuit)(204), 스플  어 (205)  포함한다. 

 통신 신 (201)는 체에 착하여 압  가하고, 그 압에 하여 체    생 다.[0017]

격  양   통신 수신 극 열 (202)는   크  감지하고, 상    크

보  리시  IC(Integrated Circuit)(204)  한다. 

또한 리시  IC(204)는 상    크  보  하여 사   치  악하  한 [0018]

통신 신  검 다. 스플  (203)   보 시 치 ,  들어 LCD(Liquid Crystal

Display), PDP(Plasma Display Panel),LED(Light Emitting Diode)  막 또는 그  한 프

 치 등   수 다. 한편 스플  어 (205)는 상  스플  (203)에 보  시하

한 치  시스  는 상  하  하여 상  스플  (203)  어한다.

본 에  사   치  악하  해  통신 술  한다.  통신  특징  사 하[0019]

는 주 수 역  근거리(Near-Field) 역에 해당 어 사 는 특 보다 폐루프(close loop) 특   크다.

 러한 특  하  신  수신 극  근 한 경우에만  치  검 할 수 다. 그러므

측 하고  하는 스플  (203)   리에  통신 수신 극 열 (202)  치시키고 

통신 신  착한 사 는 지시하고  하는 치에  치할 수 다.  경우  리에 치  

 통신 수신 극(202)마다 상    크 는  다 게 측 , 러한  다  측 값

하  사  지시하는 치가 략  어느 지 지 검 할 수 다.

 격  양  열   통신 수신 극 열 (202)  어느 특 한 치에 사  신체가 근 하[0020]
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여   가해지 , 리시  IC(204)는  향  극에  측 한   크  하고, 

 하여 어느 치에  생한 지  악할 수 다.  같  측    치 보들

 시간 단  당 하나  프  어 2차원  미지  변 시킬 수 다.  2차원

 하  사   어느 치  어느 향  동하는지 악할 수 고,  격  태

 다수 치하게   식  티 치도 식 할 수 다.   같   신  치, 동

향, 동 거리 등  시스  , 시스 에  미리  식  거나 특  어에 링크

는 식   수 다.

도 3a  도 3b는 본  실시 에   통신  한  치  치  다  도 다.[0021]

도 3a  참 하여 하 , 본  실시 에   통신  한  치  치는 신[0022]

(301), 치스크린 듈(302), 시스 (309)  포함한다. 특  신 (301)는 사  체에 착하여 압

가하고, 그 압에 하여 체    도한다. 시스 (309)  시하고  하는 보  치스크린

듈(302)  하고, 치스크린 듈(302)   신  아  능  실행한다.

한편  치스크린  듈(302)  수신  극  열 (303),  스플  (304),  트  (305),  지타[0023]

(306), 리시  IC(307), 스플  어 (308)  포함한다. 수신 극 열 (303)는 상  신 (301)에 

하여 도  체   크  측 하고, 상  측    크  보  리시  IC(Integrated

Circuit)(203)  한다. 스플  어 (308)는 스플  (304)에 보  시하  한 치

시스 (309)  는 상  하  하여 상  스플  (203)  어한다.

지타 (306)는 스플  (304)과 트 (305)  통하여 연결 , 스플  (304)  [0024]

보 지  보 하여 리시  IC(307)  한다. 리시  IC(307)는 스플  (304)   보  

  크  보  하여 스플  (304)   치 보   치  동 보  생 하

고,  시스 (309)  한다. 

도 3b는 도 3a에  상술한  통신  한  치  치에 근   (350)   포함한 것[0025]

특징  한다. 근   (350)     치  치에 얼마나 근 하 는지  측 하는

능  수행하 , 근   (350)  값  리시  IC(307)  어   치 또는 동

향 등  측 할 경우 근 도에    크  보 치  공할 수 다. 

또한 도 3b에 는 근   (350)  수신 극 열 (303)  상 에 치하는  도시하 나, 근[0026]

  (350)  수신 극 열 (303)  하단 에 치한 경우에도 동 한 과  한다는 것  본 

 하는 술 야에  통상  지식  가진 에 하여 하게 할 수 는 사항 다.

도 4a 내지 도 4e는 본  실시 에   통신  한  치  치가  수 는 [0027]

 도시하는 도 다.

도 4a는 LCD TV에 본   통신  한  치  치가   도시하고 다. LCD TV[0028]

 리에는 각각  통신 수신 극(401 내지 404)  열 어 , 사 는  통신 신

(405)  착하고 다.  통신  하여 사 가 가  LCD TV에 하지 않고 근 하는

것만 도  통신 신 (405)에 하여 도  체  에 는 가  통해  통신 수신

극(401 내지 404)에 가 고,  통신 수신 극(401 내지 404)에 는   크  측 하여

사   어느 치 지 악할 수 고,  하여 특  능  택하여 실행할 수 도  

가능하다.

도 4b는 막 또는 그  한 프  치에 본   통신  한  치  [0029]

치가   도시하고 다. 프  치  리에는 각각  통신 수신 극(411 내지 414)

 열 어 , 사 는  통신 신 (415)  착하고 다. 앞  술한  마찬가지  사

가 도  가진 포  치(416)  프  치에 하지 않고 근 하는 것만 도  통

신 수신 극(411 내지 414)에    크  측 할 수 , 러한   크  하

여 사   어느 치 지 악할 수 다. 또한 러한 치 보  시스  하여 특  뉴

택하여 실행하거나 프  료  지  는 등  동  실행하도   가능하다. 

도 4c  도 4d는  단말  시 에 본   통신  한  치  치가  [0030]

도시하고 다.  단말  시  리에는 각각  통신 수신 극(421 내지 424)  열 어 

, 사 는  통신 신  착하고 다. 특  도 4c는 사 가  단말  시  특  
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리에 근 할  특  리에 열   통신 수신 극에  측   다  리에 열  

 통신 수신 극들에  측  보다 강하게 측 는 것  도시하 ,  사   어느

치 지 악할 수 다.

또한 도 4d는 사 가 가   단말  시 에 근 하여 특  향  움직 는 경우 , 사[0031]

 어느 치  극에  생한 것 지 측 하고,  시간 단 동안  사   치 보들

하나  프  하여 2차원  미지  변 시킬 수 다.  2차원   하  사

  어느 치 지 또한 어느 향  동하는지  악할 수 ,  하여  ,

뉴  등  능  실행할 수 다. 

나아가 도 4e는 티 치  하여 본   통신  한  치  치가  [0032]

치   도시하고 다. 도 4e에 도시   치는 치스크린  각 리뿐만 아니  치스크린 체

에 격    통신 수신 극 열(431)  포함하 , 사 는  통신 신 (432)  착하고

다. 상술한  달리 도 4e   치는 격   다수   통신 수신 극 열(431)  포

함하고 므 , 다수    크  측 하여, 다수   치 보  생 하는 것  가능하 ,

 하여 티 치  지원하는 것도 가능하다.

도 5는 본  실시 에   통신  한  치   순 도 다.[0033]

도 5  참 하여 하 , 단계 501에   통신 수신 극   통신 신  착 한 사  [0034]

 가 아 그 크  측 한다.  들어, 사 가 가  본   LCD TV에 근 하거

나 도  가진 포  치  하여 본   프  치에 근 하 ,  통신 수신

극에 는   크  측 한다.

단계 502에  리시  IC는 각각   통신 수신 극에  측 한   크  보들  하여 [0035]

 치 보  생 한다. 보다  하 , 격    통신 수신 극들에   

크  측 하고, 러한   크 들  하여  치  악한다. 또한 단계 503에  리시

IC는  시간 단 동안 생   치 보들  하나  프  생 하고, 단계 504에  러한 하나

 프  미지  변 한다. 계 하여, 리시  IC는 미지  하여  치  동 

보  동 거리  검 한다.

도 6a  6b는 본  실시 에   통신  한  치  치에  수신 극 열과 리시[0036]

 IC  연결  도시하는 도 다.

도 6a  참 하여 하 , 본   통신  한  치  치는 특 한 치에 사  신[0037]

체가 근 하  수신 극 열 (601 내지 604)에   들  수신하고, 러한  들  다

(605)  통하여 하나   통하여 다  한다. 러한 다  신 는 신   하여 폭 (60

6)  통하여 폭 다. 

마지막  폭  신 는 리시  IC(607)  고, 리시  IC(607)는  향  극에  측 한  [0038]

 크  하고,  하여 어느 치에  생한 지 악한다.

도 6b는 도 6a에  한 수신 극 열 (601 내지 604)  리시  IC(607)  연결 에 근   [0039]

(608)   포함한다. 근   (608)  상술한  같     치  치에 얼마나

근 하 는지  측 하는 능  수행하 , 근   (608)  값  리시  IC(607)  어 

 치 또는 동 향 등  측 할 경우 근 도에    크  보 치  공할 수 다.

또한 도 6b에 는 근   (608)  수신 극 열 (601 내지 604)  상 에 치하는  도시하[0040]

나, 근   (608)  수신 극 열 (601 내지 604)  하단 에 치한 경우에도 동 한 과  

한다는 것  본  하는 술 야에  통상  지식  가진 에 하여 하게 할 수 는 사항

다.

        산업  가능

한편 본  도 에 개시  본  실시 들  본  술 내  쉽게 하고 본  해[0041]

돕  해 특   시한 것  뿐 , 본   한 하고  하는 것  아니다. 여 에 개시  실시

들 에도 본  술  사상에 탕   다  변 들  실시 가능하다는 것  본  하는 
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술 야에  통상  지식  가진 에게 한 것 다.

도  간단한 

도 1   통신  원리  나타내는 개 도.[0042]

도 2는 본  실시 에   통신  한  치  치  도.[0043]

도 3a  도 3b는 본  실시 에   통신  한  치  치  다  도.[0044]

도 4a 내지 도 4e는 본  실시 에   통신  한  치  치가  수 는 [0045]

 도시하는 도 .

도 5는 본  실시 에   통신  한  치   순 도.[0046]

도 6a  6b는 본  실시 에   통신  한  치  치에  수신 극 열과 리시[0047]

 IC  연결  도시하는 도 .

도

    도 1
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    도 2

    도 3a
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    도 3b

    도 4a
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    도 4b

    도 4c
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    도 4d

    도 4e
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    도 5

    도 6a
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    도 6b
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